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 短期因素

 多數整車廠優先保障新能源汽車製造供應(高價)

 全球主要整車廠對電動車投入積極且新車款式眾多

 通膨下主要國家電動車財政補貼與優惠(補貼下降預期心態)

 半導體與零組件短缺狀況有所緩解

 電池技術與充電樁數量持續突破中，提升車主滿意度

 長期因素

 歐盟通過Fit For 55法案。意指2035 年起將實現汽車的零排
放，加速汽車電動化的全面轉型

 美國總統Biden簽署《關於加強美國在清潔汽車和卡車領域
領導地位的行政命令》，該命令設定美國到2030 年無排放
汽車銷量達50%的目標

 俄烏戰爭將強化全球各國加強新能源發展政策，新能源產業
可望更突飛猛進

短期不確定因素擾動2022年，全球xEV市場未來仍高成長
單位：萬輛 2020 2021 2022E 2023F 2024F 2025F

中國大陸 110 330 610 783.9 973.5 1230.6

年成長率 200% 84.85% 28.50% 24.20% 26.40%

美國 34 63 100.8 180 310 456.8

年成長率 85% 60.00% 78.57% 72% 47%

歐洲 140 230 287.5 490 797 1081

年成長率 64% 25.00% 81.50% 62.70% 35.60%

全球市場 300 660 897.1 1370.9 1945.5 2591.4

全球xEV於新車滲透率 3% 10% 13% 16% 21% 28%

備註：xEV指的是HEV（Hybrid Electric vehicle ）、BEV（Battery Electric Vehicle）、PHEV（Plug-in hybrid electric vehicle）轎客車

資料來源：Marklines、IEA、中汽協、EOA，MIC整理，2022年10月

 短期因素

 俄烏戰爭和經濟制裁下，抬高鎳價影響生產成本

 用戶里程焦慮，續航力仍略遜燃油車

 各國公共充電樁服務水準尚不足，影響用戶購車意願

 電動車漲價趨勢持續，對銷量產生一定影響

 俄羅斯關閉天然氣管線致歐洲能源價格飆漲

 長期因素

 中國大陸《關於2022年新能源汽車推廣應用財政補貼
的通知》，購車補貼2022年12月31日後全面取消

 全球第二大電動車市場德國，宣布2022年底前將調降
並提前終止補助，未來僅補助「純電車」且補助用完止

 全球供應鏈擾動影響持續，3月起戰爭引發生產、能源
供給障礙和通膨，銷量制約主要來自於供給

正
面
因
素

負
面
因
素
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主要國家藉由補助政策激勵電動車銷售
補貼縮減並設定終止時程(1/2)

國家 補助政策 其他說明

中國
大陸

《關於2022年新能源汽車推廣應
用財政補貼的通知》
期間：2022年
金額：2022年補貼在2021年基
礎減少30%，放寬200萬輛上限

購車補貼2022年12月31日後全面取消
為遏制新能源汽車盲目投資，2020年開始逐年調降補助金額，嚴
控增量與優化存量。相較於2021年，2022年的新能源車補貼減少
30%、公務用新能源車減少20%

德國
期間：2023年起減少補助
金額：2023年21億歐元

2024年13億歐元

 插電式混合動力車的銷售獎勵措施將在2022年終止
 2023年起，售價4萬歐元以下電動車補助款將從6,000歐元減少

至4,500歐元。售價4萬美元以上至6.5萬歐元的電動車款補助降
至3,000歐元；6.5萬歐元以上電動車款不予補貼。

 2024年起，只提供給售價4.5萬歐元以下的電動車予以補助金
3,000歐元，其餘不再補貼。

 電動車車主可在2030年以前免繳牌照稅（維持不變）

英國
期間：原延長至2023年補助於

2021年6月14日正式終止
金額：5.82億英鎊補助金

原購買售價3.5萬英鎊以下之電動車種，最高可獲2,500英鎊之補
助已於今年6月14日終止。

取消的優惠補助轉向擴大公共充電網路，支持計程車、物流車、
復康巴士等電動車輛銷售。

挪威
期間：免徵增值稅自2001年至
2022年，並延長至2022年止

電動車免徵增值稅 (VAT)，民眾購買電動車相當於可省下車價的
25% 費用，可能比燃油車更便宜。補貼只針對純電動汽車和燃料
電池車，油電車和插電式混合動力車則不享優惠

2023年1月1日起，超過50萬克朗純電動車將徵收增值稅。

資料來源：各國政府、資策會MIC整理， 2022年10月
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國家 補助政策 其他說明

美國

《抗通膨法案》
期間：2022年8月通過，2023
年實施
金額：最高7500美元/一車

 最高可獲得7,500美元的稅收抵免補助政策，直到2032年底
 全額補助前提電動汽車必須在北美組裝外，電池的關鍵材料也必須

來自美國或與美國有自由貿易協定（FTA）的國家，並達40%比重
 適用年收不超過150,000美元的單身人士，或年收入不超過

300,000美元的夫妻。並提供購買二手電動車4,000美元稅收抵免

日本

經濟產業省《綠色成長戰略》
期間：2022財年
金額：共335億日元
環境省《零碳駕駛》
期間：2021年起
金額：共新台幣 21.8 億元

 2021年BEV的補助上限自60萬日元調至80萬日元、PHEV上限為自
30萬日元調高至50萬日元、FCV則維持上限為250萬日圓。

 2021年再次提升購買補助，由環境省提供的補助金額，從原本的
40 萬日元 (台幣約 10.9 萬元) 加倍到 80 萬日元，還可和各地方政
府的其他補助併用，惟電力必須採用再生能源，並協助日本政府調
查使用狀況進一步進行實證研究

印度
《中央機動車輛規則》
期間：啟動修正案中
金額：尚未

起草《中央機動車輛規則》修正案，一旦批准將免除全國電動汽車
牌照的註冊和更新費用

印度政府生產補貼國產品牌塔塔汽車推出首一萬名售價僅一萬美元
電動車「Tiago EV」

韓國 期間：補助期限延長至2025年

緊縮補助資格，價格超過9,000萬韓元電動車款將不具補助資格。售
價落在6,000萬～9,000萬韓元區間的電動車款補助金為50％，全額
補助僅限價格低於6,000萬韓元的電動車款。

2021年補助金額上調10%，另該車款在冬季低溫具優秀續航力則額
外予以最高50萬韓元補助。

資料來源：各國政府、資策會MIC整理， 2022年10月

主要國家藉由補助政策激勵電動車銷售
補貼持平但緊縮補助條件(2/2)
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簡報大綱

全球車用電子關鍵議題

全球車用半導體關鍵議題

結論
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全球車用電子關鍵議題
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議題一：電驅系統整合化是未來發展趨勢

在車身及輔助系統端，
電能從電池處流出，
經過DC-DC 轉換器、
低壓電池、輔助系統。

DC/DC 轉換器：電
池與駕駛域、座艙域
的橋樑；車載充電器
(OBC)：電網與電池
系統的關鍵連接

在驅動端，電能依次
流經外部充電設備、
車載充電OBC（輸入
為交流電流）、電池、
逆變器、電機電控、
減速箱、車輪，同時
透過電池管理系統進
行管理。主逆變器是
汽車驅動的核心元件

汽車電動化能量流-電能主要用於汽車驅動及車身/輔助系統

大三電系統主要提供動力 小三電系統主要電力轉換/電池充放電

47
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主逆變器

車載充電OBC

DC-DC轉換器

主逆變器市場規模不容小覷

億
美
元

資料來源：ST、Infineon、MIC，2022年10月
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議題二：車用電池持續升級
面對中國大陸鋰電池產業崛起，各國加強電池回收模式

鋰電池主要材料領導廠商市佔率

 電池組成材料主要由日中韓廠商掌握。三元電池正極材料成本佔比最
高，日本企業保持優勢，但其他材料中國大陸企業趁勢崛起

 LFP正極材料領域，中國大陸企業更是幾乎壟斷。Tesla Elon表示鐵
類材料將佔到電池的2/3，更將鞏固中國大陸在電池材料的地位

 降低對廠商的依賴，更推進發展車用電池回收機制。歐美日是以電池
生產企業承擔主要回收責任，並且需要付費處理電池。中國大陸則是
回收方付費

資料來源：各廠商、SNE Research、日經Nikkei 、MIC，2022年10月

歐美日電池回收模式 Fro
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議題三：智慧座艙(1/2)
座艙DCU仍以分域為主，大螢幕趨勢助長車載面板數量

智慧座艙下DCU發展與DCU出貨預測(萬套) 智慧座艙下Display/Lens整合

資料來源：日經Nikkei 、ICVTank、
Wind，AlixPartners、wind，HIS、
MIC，2022年10月

 螢幕之間的孤島效應必須被排除，座艙域的DCU代表的
是需要高計算力主控晶片，目前DCU運作方式有二：分
域式將中控/儀表板各自DCU化，然後透過線束進行溝通
；集中式是一個SoC來進行座艙內所有次系統控制，透
過Hypervisor對兩個不同安全等級區域進行分域

 Dual-Display design較Single成本來的低。不論何種設計
設計都要考慮美學、機械、黏合/塗層等考量根據全球汽車
銷量及TFT 車載面板出貨量，計算單車TFT 液晶屏的數量
從2014 年的0.96片，2025 年預計將達到2.33片
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議題三：智慧座艙(2/2)
座艙一機多螢幕趨勢重塑產業鏈關係

 過往座艙次系統都是獨立的ECU，螢幕和系統主機整合出售。未來一機多螢幕成形。螢幕和主機可
以分離，加上車用面板重要性提高，給了整車廠分開選擇供應商的機會，未來面板廠和模組廠也在
顯示模組的基礎業務上，向上佈局系統的整合與開發，成為Tier I

 但與此同時，面板廠商也是座艙系統Tier I的Tier II，故面對兩個角色的矛盾

資料來源：各廠商、Omdia、MIC，2022年10月
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議題四：LiDAR迎來大展鴻圖時代?
整機技術百花齊放，上游零組件明顯受益

LiDAR產業鏈圖

資料來源：各廠商、MIC，2022年10月
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2020/2025年美國/歐盟/中國大陸ADAS滲透率

議題五： ADAS帶動感測器成長
自動駕駛L2/L2+仍為主流

 2020年美國、歐盟、中國大陸三國，L1及以下占比90%，其中L1滲透率48%；2025年，上述三
個國家L2/L2+及以上搭載率有望提升至46%（美國45%、歐盟54%、中國大陸40% ）

 汽車完全自駕需要多年時間，故先進輔助駕駛（ADAS）持續滲透於各種車型。L3是自動駕駛重
要的分水嶺，駕駛決策方將轉移至系統，環境感測需求加大，故感測器搭載數量大幅成長
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我國車用電子產業定位機會與挑戰

 Tesla與我國廠商關係密切。Tesla從2014到未來發展，其過往對於晶片設計、硬體生產、系統
要求與整合仰賴委外但至今Tesla對於系統要求、晶片設計與系統整合In-house程度提高，與供
應鏈業者關係持續稀釋，惟硬體生產仰賴代工廠，形成單純OEM合作關係

 隨著整車廠對於供應鏈的控制、EEA架構、軟體開發回收的布局越顯明顯，Tier1 角色備受挑戰

Tesla供應鏈走向 汽車產業供應鏈走向

資料來源： Roland Berger 、MIC，2022年10月
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車用半導體關鍵議題與產業動向
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車用半導體關鍵議題(一)短缺
車用半導體短缺餘波盪漾，長短料差距大

車用半導體短缺事件 MCU 2021Q1-2022Q2交期(周)

類型 廠商 交貨期趨勢 價格趨勢

車用MCU

ST 緊缺

Renesas 45周

Infineon 32-45周

NXP 緊缺

功率元件 2021Q1-2022Q2交期(周)

類型 交貨期趨勢 價格趨勢

IGBT 39-52周

高壓MOSFET 47-65周

SiC/GaN MOSFET 42-52周

 一開始，整車廠錯估汽車市場需求，Tier 1縮減供應也縮減半導體需求，等到回搶半導體需求
已有時程延誤，車用半導體廠商IDM與專業晶圓製造代工廠都無法因應

 至今，整車廠仍有大量積壓訂單，加上整車廠缺料恐懼預期心態，持續對半導體展開需求。但
車用半導體廠商在車用微控制器(MCU)、功率元件短缺仍難緩解，而專業晶圓製造代工廠商協
助範圍有限

汽車產業半導體供應體系

汽車零組件廠商Tier 1

整車廠

車用半導體IDM廠商

1.錯誤

專
業
晶
圓
製
造
代
工
封裝
測試

2.延遲
交貨

3.無法應付

手機
需求

HPC
需求

ICT
其他
需求

訂單

交貨

掌握70-80%
半導體產能/產量

供應20-30%
半導體產能/產量

1.錯誤

資料來源：Future Electronics，MIC整理，2022年10月
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車用半導體關鍵議題(二)市場
2027年全球車用半導體市場規模將突破千億美元

 全球車用半導體市場規模隨著每輛車半導體價值穩定發展而成長。2020-2025
年間電動車、智慧化應用為主要驅動力；2025年後，自動駕駛L3等級以上更趨
商業化、整車廠硬體預埋態度，將是下一波驅動力

資料來源：Gartner，MIC整理，2022年10月

2020 2021 2022E 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F

Chip Revenue 40,000 58,000 62,000 70,000 81,000 90,000 99,000 105,00 110,00 121,00 130,00

YoY(%) 6.9% 12.9% 15.7% 11.1% 10.0% 6.1% 4.8% 10.0% 7.4%

0%
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20%

30%

40%

50%

0

20,000

40,000

60,000
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120,000

140,000 YoY (%)
Chip Revenue(US$ million)

全球車用半導體市場規模 Fro
m

_C
EO

Briefing
_216.73.217.162 d

o
w

nlo
ad

ed
 this d

o
cum

ent at 2026/06/13 22:12:17. ©
 C

o
p

yrig
ht M

IC
.



1616©  2022 Institute for Information Industry

車用半導體關鍵議題(三)地緣政治
車用半導體領導廠商「微」擴建/新建晶圓廠

Austin

Temecula

Mesa

Villach

Regensburg

Dresden

Kulim

英飛凌
Infineon 

意法半導體
STMicroelectronics

瑞薩
Renesas

博世
Bosch 

Tour

Rousset

Crolles

Agrate

Catania

Singapore

Kawashiri

Hitachinaka

Dresden

Melbourne

：擴建 / 新建產線

 2021年Dresden新廠正式
啟用，12 吋廠，生產電源
管理晶片和ASIC等

 2022年於Crolles與
GlobalFoundries合作
興建，製程18nm

 2021年於Villach新建廠正
式啟用，生產12 吋薄晶圓
功率半導體晶片

全球主要車用半導體廠商晶圓廠分布

資料來源：各廠商，MIC整理，2022年10月
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車用半導體關鍵議題(四)供應鏈新局面
整車廠強化車用半導體主導性

傳統車用半導體供應鏈模式

新興車用半導體供應鏈模式

 模式(1)，整車廠跳過Tier 1，直接向IDM廠商購買或共同研發晶片。舉例來說：GM直接與Qualcomm、
Renasas、NXP等多家半導體廠商合作研發晶片。供應鏈關係不變，未來此模式仍為主流

 模式(2)，整車廠自行開發晶片，舉例來說：Tesla研發自動駕駛決策晶片與訓練資料中心AI晶片；BYD車規級
MCU、IGBT並研發SiC MOSFET。整車廠主導性強，整車廠最嚮往發展方向，但成本高，Tier III關係將趨緊密

 模式(3)，Tier I擴展晶片設計能力，舉例來說：日本Toyota Motor與Denso合資成立-MIRIES Technologies，
發展SoC、感測器與功率。整車廠與Tier I攜手合作，整車廠分散風險作法

資料來源：各廠商，MIC整理，2022年10月
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車用半導體關鍵議題(五)產業競爭
領導者堅守穩定與安全、新進者強調創新駕駛傷害後保障

車規要求

高
(ASIL C/D)

低
(ASIL A/B)

產品創新力

高
GPU/CPU算力
生態系支援

低
GPU/CPU算力
生態系支援

車用半導體領導廠商
2022年市占率45.9%

ICT半導體新進廠商
正在開拓市佔率

車用半導體業者算力天花板
特定產品欲突破

ICT半導體業者車規安全天花板
非優勢難突破

資料來源：各廠商，
MIC 整理，2022年10月

備註ASIL分為A/B/C/D四
級，根據嚴重程度（對駕
駛員和乘客造成的傷害類
型）、接觸機率（車輛是
否經常接觸危害）與可控
性（駕駛員能夠阻止傷害
的程度）
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MCU, 

57%

Logic IC, 

43%

機會(一)車規MCU/Logic持續委外製造
我國晶圓雙雄車規MCU貢獻大

國際車用半導體廠商
車規MCU/Logic製程分布

16nm 28nm
40

/45nm
55nm 65nm 90nm

110
/130nm

NXP-委外+IDM

Renesas-委外+IDM

Infineon-委外+IDM

Cypress-委外+IDM

Microchip-委外+IDM

TI-委外+IDM

STMicroelectronics-IDM

委外製造重點 IDM多自產車規MCU/Logic製程

車規級MCU委外多集中台灣晶圓雙雄

車規級MCU委外比例勝過Logic IC

 MCU往32 bit製程也往
40nm以下發展，委外製
造考量：1.因建廠製程投
資成本大；2.MCU品項多
但種類差異太大，生產規
模效益差

 因切換代工廠商周期長且成本高，車
規級代工廠商多半不會任意轉換

資料來源：各廠商、Semi，MIC整理，2022年10月
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機會(二)車用功率半導體IDM為主
中低壓Si功率半導體/元件是我國委外製造重點

Infineon 90nm 130nm 1.5um 2um IDM為主

STMicroelectronics 90nm 110nm 0.5um 5um IDM為主

BYD 0.5um IDM為主

TI 130nm IDM為主

ON Semiconductor 130 nm 180nm 0.5um 0.35um 0.8um 0.3um 3um IDM為主

Bosch 1um 65nm IDM為主

NXP 70nm 90nm 140nm IDM為主

Renesas 130nm 180nm 0.35um IDM為主

Microchip 0.5um 1um IDM為主

功率半導體-國際車用半導體廠商製程分布

Si
中壓MOSFET

Si
低壓MOSFET

 MOSFET部分車用半導體廠商廠商過往IDM會轉型Fab-lite乃至於Fabless

 車用半導體廠商持續委外製造標準型功率半導體

Si高壓MOSFET Si IGBT SiC MOSFET
 高壓Si IGBT、SiC MOSFET多半仍是IDM。

Tier 1 和整車廠也切入，不傾向委外製造

資料來源：各廠商、Semi，MIC整理，2022年10月
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機會(三)ICT產業切入高算力SoC晶片
我國製造代工具優勢

硬體預埋策略下高算力SoC-ICT半導體廠商與製程分布

智慧座艙SoC 自動駕駛決策SoC

28nm 14nm 11nm 7nm 5nm

7nm 6nm

16nm 14nm 7nm

5nm

16nm 12nm 7nm

40mm 28nm 7nm 5nm

14nm 7nm

台灣晶圓代工業者
新興應用晶片製程開發優化

 「硬體預埋、軟體升級」開發策略下，ICT半導體廠商鎖定高算力SoC晶片發展，製程工藝越來越先進

 目前，7nm座艙與決策晶片、已實現量產。晶片換代越來越快，新產品發佈週期縮短。以前週期基本
在3-5年左右，現在新品基本在1-2年

資料來源：各廠商，MIC整理，2022年10月

其他晶圓代工業者
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機會(四)鄉村包圍城市
我國IC設計業者從資通訊領域切入

ECU（MCU） 功率半導體

動力
電機
電控

車燈

感測器

面板

記憶體

AI運算
晶片

ADAS
智慧
座艙

導航

車
載
乙
太
網

功率半導體

車載
充電

DC/
DC

電機
電控

功率半導體 電池

瑞昱、聯發科、
凌陽

聯發科 偉詮、凌陽、原相、瑞
昱、聯發科

毫米波雷達：
聯發科

驅動IC:
奇景、聯詠、善誠

LED驅動：
聚鼎、聚積

NOR Flash ：
南亞科、旺宏、華邦

線性穩壓器 LDO：
立綺、新唐、世紀民生、盛群

二極體：
強茂、朋程、

台半

GNSS：
聯發科、威航

CMOS：
原相、晶相光

射頻

備註：藍色為我國已布局IC
設計；灰色為我國難布局
資料來源：各廠商，MIC整
理，2022年10月

我國IC設計業者車用半導體布局

 因缺乏完整汽車產業鏈，我國業者欲進入主要車用主晶片領域(灰底)，困難較大

 然我國晶片設計廠商憑藉著資通訊產業能量，往車用做延伸，再符合Tier 1與車廠規範，即可量產
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ISO-26262 功能安全

挑戰(一)有能力沒出海口
我國半導體廠商取得車規認證但客戶難尋

AEC-Q
汽車電子協會

IATF-16949
國際汽車推動小組

認證
範疇

 Q100 (ICs)
 Q101(分離器件)
 Q200 (被動元件)

 適用於汽車供應鏈中的規定的生產
件或維修零組件的製造現場

重要性 進入汽車產業供應鏈，必備門票

汽車產業鏈知道你是誰

汽車產業鏈不知道你是誰
整車廠/Tier 1供應商規範

車廠間要求差距大(如確認安裝位置與功能)

小規模量產出貨
(前期開發及驗證期可達三年之久)

找不到出海口

資料來源：宜特科技，MIC整理，2022年10月

汽車產業主要車規認證 Fro
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挑戰(二)門當戶對
我國廠商能負擔「汽車召回」賠償巨大風險?

 2021年由於電池起火疑慮，電池供應商LG能源解決方案（LGES）表示，已同意向GM賠償最高12
億美元（約337億台幣），召回Chevrolet Bolt電動車。

 2021年美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）要求Tesla Inc召回 158,000 輛 Model S、Model
X，觸控螢幕失靈會引發重大安全問題、包括後視／倒車鏡頭影像消失。檢視問題在於當儲存容量
達到一定極限時，eMMC NAND 硬體發生故障，導致 MCU 失靈

 2021年中國大陸國家市場監督管理局發布消息，將召回21,599輛在上海廠（Gigafactory 3）生產
的Model Y，轉向節的問題直指，Tesla的中國大陸零件供應商寧波拓普零件沒有使用足夠淬火槽

 2017年日本安全氣囊大廠高田（Takata Corp）因全球安全氣囊大召回、不堪負荷，負債1兆日圓
（900億美元），於日本和美國申請破產保護

整車廠 Tier 1 Tier 2 Tier N…. Semiconductor

供應鏈分層、責任分層釐清、賠償也分層要求

資料來源：各廠商，MIC整理，2022年10月
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結論(1/2)
 短期不確定因素(俄烏戰爭、疫情封城等)擾動2022年xEV市場，惟全球各國更強化新能

源發展政策，全球xEV市場未來仍保持高成長性

 汽車電動化能量流-電能，主要用於汽車驅動與車身相關輔助系統，電驅系統走向大三
電(驅動電機、電機控制器與減速器)整合、小三電(車載充電OBC、DC-DC轉換器與高
壓配線盒)整合是主要趨勢

 車用電池升級的重點:材料、封裝工藝與技術變革三方向。固態電池目前問題在於:製造
技術尚未成熟、生產成本是傳統電池2-3倍，並還有很多規格、技術改善問題；固態電
池目前以日本專利與能力領先

 智慧座艙是汽車智慧化重要次系統。螢幕之間的孤島效應必須被排除，座艙域的DCU扮
演此角色。大螢幕、多螢幕代表的是車用面板片數增加。面板朝Dual-Display design
、Single-Display design兩方向發展。面板業者因座艙重要性提高，惟同時身兼Tier I
、Tier II，增加角色兩難難度

 LiDAR相較其他感測器，屬於萌芽階段。產品整體發展方向是減少機械元件、提高發光
效率、提升算力、降低成本四原則。因各類方案百花齊放，零部件廠商在不同技術方案
中都具有極大發展前景。其中，鐳射收發占雷射雷達整體價值量至少40%，但具有極高
壁壘，嚴重依賴上游廠商技術

 我國與Tesla廠商關係密切，但Tesla對於系統要求、晶片設計與系統整合In-house程度
不斷提高，與供應鏈業者關係持續稀釋，惟硬體生產仰賴代工廠，形成OEM合作關係
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結論(2/2)

資料來源：MIC，2022年10月

塑造全球韌性安全供應鏈體系

先進與成熟、車用與資通訊合作分工

維持既有半導體產業國際競爭力

 車用先進製程(台歐、台美、台日)委由台灣在地生產製造

 車用高階成熟製程日本在地化合作(台日)，確保台灣
以外的供應來源，如供應日本CIS、SoC與感測器

 歐洲車用半導體廠商這兩年正式啟用/新建新廠

 與汽車產業合作，提升特殊製程設計開發能力

 我國持續支持車用最先進製程技術

 我國提供車用資通訊領域晶片設計

傳統製程

車用半導體國際與我國合作關係

Buffer Stock

Second Fab

資通訊領域晶片先進製程
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何心宇資深產業分析師兼專案經理

lucyho@iii.org.tw

產業情報研究所
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智慧財產權暨引用聲明

本活動所提供之講義內容或其他文件資料，均受著作權法之保護，非

經資策會或其他相關權利人之事前書面同意，任何人不得以任何形式

為重製、轉載、傳輸或其他任何商業用途之行為

本講義內容所引用之各公司名稱、商標與產品示意照片之所有權皆屬

各公司所有

本講義全部或部分內容為資策會產業情報研究所整理及分析所得，由

於產業變動快速，資策會並不保證本活動所使用之研究方法及研究成

果於未來或其他狀況下仍具備正確性與完整性，請台端於引用時，務

必注意發布日期、立論之假設及當時情境

©  2022 Institute for Information Industry
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產業情報顧問服務AISP為資策會MIC最核心的產業情報資料庫服務，運用最先進數位平台服務技術，提供產業在資訊與通訊（ICT）領域
最完善的新知識、新技術、新方向的產業情報資訊服務平台。服務內容包括「產業情報資訊、突發事件觀察剖析、關鍵議題焦點評論、
產業議題深度研究、國際大展情報蒐集分析、前瞻趨勢」等。隨時觀察產業發展動態與趨勢，觀測掌握全球重要的產業發展動態，並依據
產業需求規劃研究範疇與議題，開展符合產業需求的產業情報資料庫。 

推薦資料庫

members@micmail.iii.org.tw(02)2378-2306任何問題  歡迎洽詢 《MIC會員服務中心》

本產品針對電腦主機板、桌上型電腦與伺服器等資
訊系統產品，並新增高效能運算、資料中心、邊緣
運算與雲端服務大廠之重要議題，除原本產銷訪查
與趨勢分析，另針對重要議題之產業發展、產品動
態進行研究剖析。

半導體產業 運算系統

AISP情報顧問服務網
https://mic.iii.org.tw/aisp

瞭解更多

電動車
本研究以政府政策、基礎環境（如充電站／樁
等）、電池等關鍵元件與技術動向、產業生態
與市場動態為主軸，從技術、產業、市場與政
策等不同構面，提供電動車相關之最新發展趨
勢分析。

本產品以半導體應用市場中三大次產業IC設計
、IC製造及IC封測為主軸，搭配國際大廠在相
關技術及產能之布局，勾勒半導體產業與相關
技術應用發展等分析模式，並藉由觀察領導廠
商所引領的趨勢，描繪出未來半導體產業市場
發展趨勢及商機。

Semiconductor Industry Performance Computing Electric Vehicle

一般資訊運算暨高效能運算系統產品之產業趨勢與
市場前景

研究範疇

桌上型個人電腦與其主機板
伺服器與企業資訊運算系統
資料中心技術與應用發展

邊緣運算與分散式架構
雲端運算產業與政策研析

研究重點

市場分析
產銷分析
產品發展分析
關鍵晶片分析
產業競爭分析

研究構面

全球與台灣半導體產業相關產銷推估
市場趨勢
大廠動態
重要事件影響分析

半導體產業現況與未來發展分析
研究範疇

半導體產業產銷
半導體產業焦點評論
全球半導體產業研究

研究重點

研究構面

技術趨勢分析
市場課題分析
廠商策略分析
國家政策分析

全球與台灣電動車相關之產業趨勢與市場展望
研究範疇

政府政策與基礎環境
關鍵元件與技術動向
產業生態與廠商布局

研究重點研究構面
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https://mic.iii.org.tw/aisp/Research-Report?PrNo=PROD2010001
https://mic.iii.org.tw/aisp/Research-Report?PrNo=PROD2006127
https://mic.iii.org.tw/aisp/Research-Report?PrNo=PROD2020016
https://mic.iii.org.tw/aisp/default


˙2023年ICT產業前景與關鍵議題

˙能源轉型風潮下車用電子發展與產業新布局

˙國際新局勢下，台商供應鏈調整影響 

˙2022到2023年半導體產業回顧與展望 

˙淨零碳排下，電動車發展趨勢

˙零碳驅動下的全球因應策略

˙全球ESG發展趨勢與新興解決方案

    

企業內訓服務 關鍵議題推薦

˙市場規模統計與行銷應用

˙市場規模預測與評估

˙企業競爭策略觀測與剖析

˙消費者行為分析方法與案例

˙應用人工智慧規劃產品及服務方法

˙新產品規劃方法與個案實作

˙新事業市場機會分析與評估

到府簡報 產業分析培訓課程

趨勢洞察力 決定 企業競爭力
MIC協力為您促進 組織 / 人才 再升級

科

          組織人才前瞻力的提升，儼然已成為現今企業突破轉型的新顯學。為成功協助企業菁英掌握

瞬息萬變的市場趨勢， 特別針對產業熱門議題以及MIC熱門趨勢研究，提供研究顧問至貴公司

「到府簡報」及「產業分析培訓課程」之服務，期盼能將MIC多年凝聚累積的研究能量，以及專

業精闢的情報服務，深耕企業內部員工，以加速提升組織競爭力，共創企業新價值，與企業組織

人才攜手找出迎向新經濟的解方。

          技快速發展帶動全球產業的板塊轉移，也重塑商業經營方式，企業唯有具備探索新知領域的
          眼光和即時應變的決策能力，才能在競爭激烈的年代裡不被淘汰。MIC專為頂尖企業CEO規
劃之早餐會及線上影音分享，期能以國際政經情勢、科技發展關鍵議題、前瞻趨勢觀測等不同面向
，帶來耳目一新的商模創新思維，透過與現場研究顧問之交流，提供顛覆性的轉型變革之道。

本次分享議題

本次分享議題
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到府簡報

(02)2378-2306 members@micmail.iii.org.tw

欲瞭解詳情，請洽MIC產業服務中心，由專人為您服務

產經趨勢

˙2023年ICT產業前景與關鍵議題

˙國際新局勢下，台商供應鏈調整影響 

˙ICT產業趨勢前瞻

˙通訊產業發展暨關鍵議題

˙全球ESG發展趨勢與新興解決方案

˙零碳驅動下的全球因應策略

產業分析系列課程
˙產業分析的邏輯思考
˙產業分析的資料蒐集要領
˙市場調查與數據分析
˙產業分析模型與策略應用
˙情報判讀解析與決策
˙市場規模統計與行銷應用
˙市場規模預測與評估
˙企業競爭策略觀測與剖析

˙消費者行為分析方法與案例
˙創意Ｘ創新思考方法
˙應用人工智慧規劃產品及服務方法
˙新產品規劃方法與個案實作
˙網路行銷及社群經營技巧
˙Google Analytics網路數據與行銷
˙網路行銷策略與企劃分析
˙B2B商機：市場開發與行銷策略

˙新事業市場機會分析與評估
˙產業未來趨勢與企業策略
˙營運計劃書完全解析
˙商業模式九宮格

產品及市場商機系列課程 創新營運系列課程

 半導體

˙2022到2023年半導體產業回顧與展望 

˙異質整合封裝技術與應用發展趨勢

˙全球封測產業發展趨勢

˙區域供應鏈發展趨勢與全球晶圓大廠

   產能布局探討

˙區域競合下，半導體產業發展趨勢

˙全球雲端資料中心市場應用發展趨勢

˙全球量子電腦技術發展與布局分析

˙雲端服務產業發展現況與趨勢

˙資訊電子產業發展暨關鍵議題

˙2022 全球PC 與伺服器產業發展趨勢及

   關鍵議題剖析

資訊產業

˙淨零碳排下，電動車發展趨勢

˙電動車產業發展研析

˙車用感知技術發展新趨勢及商機

˙車用電子發展與產業新布局

˙因應智慧車浪潮，我國產業的機會與挑戰

電動車

通訊產業

˙B5G/6G發展趨勢洞察

˙國際主要伺服器業者5G Open RAN

   布局策略分析

˙5G智慧手機產業發展觀測

˙由主要國家5G專網推動經驗看產業

   發展機會

˙光纖接取技術發展與寬頻接取設備商機

˙衛星通訊- LEO發展趨勢

˙5G/6G世代的應用與產業發展機會

詳閱MIC
到府簡報清單
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https://mic.iii.org.tw/220606_MIC到府簡報Brochure.pdf

